
用于超大规模数据中心 GPU 和
TPU 的 TpcmTM 7000 与
MaxAirTM 通风孔盖板

 
 

应用指南  



摘要

简介
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随着 AI 驱动的工作负载持续增长，超大规模数据
中心在导热管理和电磁干扰 (EMI) 方面面临着日
益严峻的挑战。本应用指南介绍了某超大规模客
户如何利用Laird™ TpcmTM 7000 相变材料和 

Laird™ MaxAirTM 通风孔盖板来提高冷却效率、
降低电磁干扰并提升数据中心的整体可靠性。
其中涵盖了关键设计考量、材料规格和最佳实施
规范，以帮助工程师优化类似的高性能计算环境。

该客户的超大规模数据中心为算力需求不断增长
的 AI 应用提供支持。GPU 和TPU 的单芯片热负
荷已超过 500W，必须采用高效的散热解决方案。

此外，密集服务器机架中的高速处理器也会带来
电磁干扰风险，影响信号完整性，进而导致无法
满足行业规范。

传统的冷却和电磁干扰屏蔽方法存在多重局限， 

包括空间占用大、散热效率不足及安装工艺复杂
等问题。这家科技巨头需要一套先进的材料解决
方案，能够实现高效热管理、维持信号完 整性并确
保合规，同时避免增加过多体积或复杂性。

作为导热管理和电磁干扰屏蔽材料科学领域的领
导者，莱尔德为此推出了两项重要创新：用于高效
散热的 TpcmTM 7000 相变材料，以及用于优化
气流和抑制电磁干扰的 MaxAirTM 通风孔盖板。



技术详情

参数 数值

热导率 7.5 W/mK

热阻（10 psi） 0.10°C-cm2/W

热阻（50 psi） 0.06°C-cm2/W

介电常数 31.54 @ 1MHz

体积电阻率 5.4x101 μ -cm

工作温度 -40°C 至 150°C

相变温度 50°C - 70°C

最小粘合层厚度 35μm

TpcmTM 7000 规格
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TpcmTM 7000 相变材料
TpcmTM 7000 是一种高性能导热界面材料（TIM），
旨在增强 AI 加速器的散热能力。这种先进的相变
材料：

• 热导率高，可提高冷却效率。

• 形成超薄粘合层，可有效降低热阻。

• 采用无硅配方，增强了长期稳定性。

• 具有优异的润湿性，可最大限度地减少气隙 
 和泵出。



参数 数值

高达 60 dB（200 MHz
至 10 GHz）

通风孔尺寸

屏蔽效果 

2.5mm、6.0mm

标准厚度 6.4mm、12.7mm

合规性
UL94 V0，
无卤素(IEC 61249-2-21)

MaxAir™ 通风孔盖板 MaxAir™ 通风孔盖板规格
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作为一种无框架电磁干扰屏蔽解决方案，
MaxAirTM 通风孔盖板具有以下特性：

• 在密集的服务器环境中实现气流最大化。

• 提高冷却效率从而降低能耗。

• 为高频信号提供轻量化且耐用的电磁干扰
 屏蔽方案。

• 采用压合安装工艺，无需紧固件。



设计考量 应用实例

性能提升

改进情况 影响

降低热阻
增强散热效果，确保
GPU/TPU 性能稳定

优化气流

电磁干扰屏蔽效能

降低冷却能耗需求

提升信号完整性，确保合规

简化安装 减少部署和维护时间
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导热管理要素
• 组件布局： 确保与发热芯片的直接热界面
 接触。

• 压力优化： 均匀施力，以最小化粘合层厚度
 并增强热传递性能。

• 长期稳定性： 选用具有抗泵出能力以及在
 高功率循环下抗衰减的材料。

电磁干扰屏蔽要素
• 尽可能减小气流阻力： 设计平衡电磁干扰
 屏蔽和冷却效率的通风孔盖板。

• 材料选择： 使用高度耐用的轻质材料，
 以确保易操作性和长期可靠性。

• 安装效率： 采用压合设计，减少组装时间和
 复杂性。

客户将莱尔德解决方案集成至多代 AI 基础设施：

• TpcmTM7000 取代了之前的导热界面材料解
 决方案，以改善散热，使 GPU 和TPU 维持峰
 值性能而不降频。

• MaxAirTM 通风孔盖板取代了传统的铝制蜂窝
 盖板，提高了气流效率并降低了安装复杂性。



 
实施与最佳实践

 

www.laird.com 6

• TpcmTM 7000 涂覆： 确保表面清洁后再涂覆，
 均匀施力，操作过程中保持适当的相变条件。

• MaxAirTM 安装： 精确测量并准备开孔以确保
 贴合，使用导电周边垫圈实现有效电磁干扰
 屏蔽，优化定位以实现最佳气流。

• 系统集成： 定期监控热管理和电磁干扰性能，
 随 AI 基础设施的扩展调整服务器布局以保
 持效率。
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结论
Laird™ TpcmTM 7000 和 Laird™ MaxAirTM 解决
方案为数据中心客户提供了有效的导热管理和电
磁干扰屏蔽解决方案，为其 AI 数据中心实现了性
能、可靠性和可扩展性的大幅提升。通过利用先进
的材料和优化的设计，客户成功应对了新一代
AI 加速器不断增加的热负荷和电磁干扰挑战。

对于设计高性能计算环境的工程师，莱尔德的材
料提供了经验证的可扩展解决方案，能有效管理
散热与电磁干扰需求。如需了解更多信息或申请
样品试用，请联系莱尔德工程团队。
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